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(57) Resumo: PROCESSO PARA CHAPEAR MATERIAL DE
SUPORTE PLANO SOBRE SUBSTRATOS. A presente invengéo
refere-se a um processo para unir de modo duradouro um material de
suporte pelo menos substancialmente plano com um substrato,
particularmente para chapear uma pelicula de material sintético sobre
um substrato metalico, sendo que o material de suporte pelo menos
substancialmente plano e/ou o substrato é ou s&o primeiro revestido(s)
com um composto de ligagao, de preferéncia um adesivo, e a seguir o
material de suporte e o substrato séo juntados de forma que o material
de suporte seja fixado ao substrato de modo duradouro,
particularmente a pelicula de material sintético seja chapeada sobre o
substrato metalico, sendo que a seguir é possivel ocorrer
eventualmente um dimensionamento e/ou moldagem do material
composito assim produzido.
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Relatério Descritivo da Patente de Inveng¢édo para "PROCESSO
PARA CHAPEAR MATERIAL DE SUPORTE PLANO SOBRE SUBSTRA-
TOS".

A presente invengao refere-se a um processo para unir de modo
duradouro materiais de suporte pelo menos substancialmente planos com
substratos, particularmente para chapear peliculas de material sintético so-
bre substratos metalicos, bem como produtos ou materiais compdsitos fabri-
cados deste modo, particularmente substratos metdlicos chapeados com
peliculas de material sintético, bem como seu uso.

Diferentes processos ja sao conhecidos para o revestimento de
substratos metalicos, particularmente substratos metalicos em forma de pla-
cas, como chapas metalicas ou folhas metalicas com um destes substratos
modificados opticamente e/ou ilusoriamente em uma ou em ambas as faces,
com material de revestimento ou de estampagem modificados.

Assim, por exemplo, no ambito da preparagao de chapas metali-
cas ou folhas metalicas laqueadas ou estampadas sdo empregadas lacas e
tintas para impressao que reagem sob UV e contém solventes. Particular-
mente fabricantes, por exemplo, de embalagens metalicas ou tampas rosca-
das para vidros e garrafas, rolhas de coroa, latas industriais, latas para man-
timentos ou aerossol e similares, bem como fabricantes de inumeros outros
produtos fabricados a partir de metal laqueado e estampado (por exemplo,
brinquedos, ornamentos de construgao) sdo muito confrontados com temas
e problemas sobretudo no campo dos solventes ecoldgicos e compatibilida-
de com alimentos.

Preponderantemente, produtos metalicos coloridos e/ou estam-
pados sao fabricados de acordo com o atual estado da técnica, com dispén-
dios extremamente elevados de energia e investimento bem como com ele-
vados riscos para o meio ambiente.

Em uma primeira etapa de trabalho, uma face da placa metalica
€ laqueada, para posterior estampagem, com uma laca-base, sendo que no
caso de lacas com solventes a secagem é feita termicamente em estufas
industriais de secagem muito dispendiosas, de grande porte e de grande
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investimento, com chapas metalicas transportadas quase na vertical. Do
mesmo modo, em uma segunda etapa separada, mas igualmente dispendio-
sa, é feito o chamado laqueamento de protegdo da outra face da chapa. Em
uma terceira etapa de trabalho novamente separada, igualmente dispendio-
sa, ¢ feita a estampagem unilateral das chapas metdlicas com subsequente
secagem térmica, novamente dispendiosa. Segue um lagueamento de pro-
tecao ou formador de alto brilho sobre a tinta de impressdao em uma outra
quarta etapa separada de trabalho com dispéndio igualmente elevado como
no laqueamento-base.

Empregando-se lacas e tintas reativas sob UV, so necessarias
idénticas etapas de produgao, sendo que somente a secagem destas lacas e
tintas de impressao néo é feita termicamente, porém com irradiagéo UV das
chapas metalicas, igualmente muito dispendiosa de energia e com alto in-
vestimento.

As emissdes de compostos organicos volateis, particularmente
no processamento de lacas e tintas de impressédo contendo solventes, sdao
grandes problemas crescentes para o revestimento de metais. Além disso,
0s processos atualmente empregados de laqueamento e impressao deman-
dam custos extremamente elevados de investimento, espago, energia € ma-
nutengdo bem como a observancia da legislagdo de contengédo das crescen-
tes emissdes na produgao.

Fabricantes de produtos metélicos revestidos e/ou estampados
processam preponderantemente chapas metdlicas de acordo com os pro-
cessos acima descritos, em solidez ou espessuras de 0,05 até 1,0 mm e em
varias dimensodes de, em geral, pelo menos 200 x 200 mm - de acordo com
os produtos finais a serem fabricados. A fabricacdo dos produtos finais é
feita, por exemplo, por meio de recorte sob medida com pungédo de uma
chapa metélica revestida e/ou estampada e moldagem a ser dada a estes
cortes para o produto final.

No mais, do estado da ténica sédo conhecidos diversos proces-
sos para laminacao de superficies metalicas.

Assim, da patente DE 100 04 593 C1 é conhecido um processo
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especial para fabricacdo de ganchos para placas de veiculos automdveis em
que uma fita de folha metalica alimentada é chapeada com pelicula estam-
pada, enquanto a pelicula estampada de modo subdimensionado antes/ou
durante o chapeamento é estirada para formar intervalos regulaveis de cha-
peamento. O processo ali descrito sO é apropriado para o especial problema
da fabricacdo de ganchos para placas de veiculos automoéveis, mas nao é
adequada para uso geral no revestimento de quaisquer materiais de suporte
sobre quaisquer substratos e, portanto, nao é de uso universal.

A patente DE 44 20 532 A1 descreve um processo para a fabri-
cacao de uma lata metdlica, um dispositivo para execugao deste processo
bem como a lata de metal fabricada de acordo com este processo. No pro-
cesso descrito na patente DE 44 20 532 A1, um recorte de chapa de material
sintético preparado de uma chapa de material sintético especial é chapeado
sobre o corpo de uma lata pronta. Isto é relativamente dispendioso e pouco
flexivel do ponto de vista da utilizacao.

A patente DE 692 19 041 T2 descreve um dispositivo para cha-
peamento de lata em bruto, onde é mencionada a colagem de peliculas ter-
moplasticas sobre um fita metalica, sob referéncia a patente JP 63203324 A.

Finalmente, sdo conhecidos do estado da técnica, além de mate-
riais sintéticos, particularmente peliculas dos mais diversos tipos, produzidas
para colagem a quente e, desta forma, adequadas para chapeamento parti-
cularmente de fitas metalicas. A patente DE 101 30 005 A1 descreve um
processo para o revestimento da superficie de uma fita metalica com uma
pelicula sintética, sendo que uma pelicula sintética especial com proprieda-
des de colagem a quente é chapeada na fita metalica de tal forma que a fita
metalica é aquecida sob determinada temperatura que ultrapassa a tempera-
tura de fusao da pelicula sintética a ser aplicada, para que possa fundir com
a fita metalica. O processo ali descrito € restrito a materiais sintéticos espe-
ciais e, consequentemente, néo aplicavel universalmente.

Cabe, pois, a presente invengdo a tarefa de prover um processo
apropriado para jungao duradoura de materiais de suporte pelo menos subs-

tancialmente planos com substratos, particularmente para chapear materiais
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de suporte pelo menos substancialmente planos sobre substratos, particu-
larmente substratos metalicos e, assim, evitar largamente ou pelo menos
diminuir particularmente as desvantagens do estado da técnica, mostradas
acima.

Outra tarefa da presente invengdo é prover um processo para
revestir ou chapear (laminar) substratos, particularmente substratos metali-
cos, particularmente substratos metalicos em forma de placas, como folhas
metalicas, placas metalicas e similares, com materiais de suporte particular-
mente planos, de forma continua, de preferéncia para a fabricagdao de obje-
tos de metais revestidos e/ou estampados, sendo que um processo deste
tipo - em comparagao com o processo do estado da técnica - é favoravel em
alta escala, no sentido de investimento, energia e despesas de utilizagéao,
bem como apresentam melhor qualidade, maior rendimento e sao flexiveis
na aplicagao, trabalham com larga isengao de emissdes e sendo assim favo-
raveis ao meio ambiente e desta forma oferecendo para o fabricante de obje-
tos, particularmente de metais revestidos, novas possibilidade de desenhos
inovadores para revestimentos com peliculas sintéticas, mas também de
outros materiais, como por exemplo, téxteis, papéis, couros e similares.

Objeto da presente invengao &, pois - de acordo com um primei-
ro aspecto da presente invengao - um processo para jungao duradoura de
um material de suporte pelo menos substancialmente plano com um substra-
to, particularmente um processo para chapeamento de uma pelicula de ma-
terial sintético sobre um substrato metalico, sendo que o material de suporte
pelo menos substancialmente plano e/ou o substrato, de preferéncia somen-
te o material de suporte, € ou sao primeiro revestido(s) com um composto de
ligacdo (agente de laminacgao), de preferéncia um adesivo, e a seguir o ma-
terial de suporte e o substrato sdo juntados ou unidos de forma que 0 mate-
rial de suporte seja fixado ao substrato de modo duradouro, de preferéncia
em toda a superficie, particularmente a pelicula de material sintético seja
chapeado ou laminado sobre o substrato metélico de forma que resulte uma
ligagdo estavel ou duradoura de material de suporte em uma das faces e

substrato na outra face.
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Sob o termo chapear - eventualmente no ambito da presente
invencdo, também dado como sinénimo de laminar - entende-se no ambito
da presente invencdo particularmente a unido de duas ou mais camadas
(isto €, no &mbito da presente inveng¢édo concretamente a ligagdo de material
de suporte com substrato) com auxilio de um agente de ligacao - sindnimo
também denominado agente de laminagdo-, sendo que, como agente de
lamina¢do sao empregados adesivos apropriados, como sera descrito a se-
quir.

Para a execuc¢do do processo de acordo com a invengao, parti-
cularmente na execucgao continua e/ou automatizada, é vantajoso que o ma-
terial de suporte pelo menos essencialmente plano seja desenvolvido como
tira continua. Desta forma, ele pode ser entdo juntado e ligado ou aplicado
de modo continuo ao substrato a ser revestido.

Com o processo de acordo com a invengao podem ser aplicados
ou revestidos praticamente todos os materiais de suporte desejados, do tipo
anteriormente mencionado, sobre substratos apropriados. Exemplos de ma-
teriais de suporte pelo menos substancialmente pianos passiveis de aplica-
¢do de acordo com a invengdo sdo peliculas de material sintético, téxteis,
papéis, couros e similares. De modo mais preferido sdo empregados de a-
cordo com a inveng¢édo peliculas de material sintético, particularmente pelicu-
las de material sintético estampadas e ndo estampadas, como por exemplo,
peliculas de material sintético alongadas ou nao alongadas, por exemplo,
peliculas para embalagem (por exemplo, peliculas de poliolefina como peli-
culas de polietileno ou de polipropileno ou peliculas de poliéster- e poli(met)-
acrilato). Desta forma, na utilizagdo de peliculas de material sintético estam-
padas ou decoradas, os substratos, em especial substratos metalicos, po-
dem ser providos, de modo sifnples, de uma decoracao, sem necessidade
de laqueamento.

No que se refere aos substratos empregados de acordo com a
invengéo, sao empregados preponderantemente substratos metalicos parti-
cularmente em forma de placas, tais como folhas metdlicas, chapas metali-

cas e similares. Os substratos fundamentalmente nédo sao limitados pelo seu
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dimensionamento. Sado empregados, vantajosamente, substratos metalicos
particularmente folhas metalicas ou chapas metélicas com solidez e espes-
suras de 0,01 até 10 mm, particularmente 0,05 até 1,0 mm.

Exemplos para substratos metalicos apropriados, particularmen-
te folhas metalicas ou chapas metalicas séo, por exemplo, substratos metéli-
cos de ferro, ago, aluminio, folha-de-flandres, particularmente na forma gal-
vanizada, estanhada ou cromada, ou de outras ligas com a correspondente
solidez e dimensao.

O processo de acordo com a invengéo € executado de preferén-
cia de modo que inicialmente o material de suporte pelo menos substancial-
mente plano, em particular peliculas de material sintético, seja coberto com a
composicao de ligagdo ou chapeadora, de preferéncia adesivo e a seguir o
material de suporte revestido com a composi¢éo de ligagdo ou chapeadora,
particularmente adesivo, é juntando com o substrato ja recoberto, de tal mo-
do que o material de suporte fique unido ao substrato de modo duradouro e
em toda sua superficie. Resulta uma liga ou laminado estavel de material de
suporte, particularmente pelicula de material sintético em uma face e subs-
trato na outra face, de forma que o material de suporte seja ligado ao subs-
trato de modo estavel e duradouro. _

O processo da presente invengao é executado, via de regra, de
modo tal que a jungdo de material de suporte e substrato, apds revestimento
do material de suporte e/ou substrato com os compostos ou agentes chape-
adores (por exemplo, adesivos) é feita sob pressdo e/ou compressao. Isto é
feito por exemplo com rolos, cilindros, calandras e similares, de preferéncia
calandras.

A juncdo de materiais de suporte e substrato é feita vantajosa-
mente sob aquecimento, particularmente acima do nivel de fusdo ou de
amolecimento do agente de ligagdo ou composigdo chapeadora, particular-
mente adesivo. De acordo com uma forma particularmente preferida de exe-
cucao, o material de suporte, particularmente a pelicula de material sintético
é inicialmente coberta com um adesivo apropriado, particularmente adesivo

de fus@o e depois juntado com o substrato a ser revestido, particularmente
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substrato metalico. Para isto 0 adesivo, particularmente o adesivo de fusao é
normalmente aquecido acima de sua temperatura de fusao ou de amoleci-
mento antes ou durante a jun¢ao do material de suporte e substrato, de mo-
do que seja garantida uma colagem segura entre material de suporte em
uma das faces e substrato na outra face.

A cobertura ou revestimento do substrato com o material de su-
porte pode ser feita em uma sé face ou em ambas as faces. Assim, por e-
xemplo, ambas as superficies de uma chapa metdlica ou de uma folha meta-
lica podem ser revestidas segundo o processo da invengéo, com material de
suporte, particularmente peliculas de material sintético, ou somente uma
destas duas superficies pode ser revestida, dependendo do uso desejado.

De acordo com uma forma de execugao particularmente preferi-
da, o processo é executado de forma continua, particularmente automatiza-
da. Para esta finalidade, o material de suporte e o substrato a ser revestido
ou ligado com o material de suporte, apos aplicacdo do adesivo, sdo junta-
dos de modo continuo, via de regra por meio de dispositivo de transporte
continuo mével, o qual agita continuamente o material de suporte em uma
das faces e 0 substrato na outra face, juntando-os e ligando ou chapeando.

A aplicacdo do material de suporte e/ou do substrato, de prefe-
réncia somente do material de suporte, com o agente de ligacdo ou de cha-
peamento, de preferéncia adesivo, é feita via de regra em toda a superficie
e/ou homogeneamente, particularmente com espessura de camada unifor-
me. Desta forma é garantida uma jungdo segura entre material de suporte
em uma das faces e substrato em outra, particularmente também ligado com
boas propriedade épticas. A aplicacdo homogénea de adesivo sobre a su-
perficie toda garante sua superficie integrada ou em folha inteira sobre todo
0 campo da superficie, a formégéo de juncao boa e isenta de bolhas entre
material de suporte em uma face e substrato na outra face.

Para garantir uma ligagcao segura entre material de suporte em
uma das faces e substrato em outra face, com iguaimente boas proprieda-
des de processamento, como propriedades opticas etc., o0 agente de ligagao

ou agente de chapeamento, particularmente o adesivo, € empregado ou a-
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plicado em quantidade de 0,1 até 50 g/m2, de preferéncia 0,5 até 20 g/m?.
Para esta finalidade, dependendo do adesivo, normalmente sdo aplicadas
espessuras de camada de adesivo de 0,001 até 1 mm, de preferéncia 0,001
até 0,5 mm, particularmente preferido 0,005 até 0,05 mm. Como descrito
acima, a aplicagao do agente de ligagao ou de chapeamento, particularmen-
te adesivo, é feita normalmente sob aquecimento, normalmente sob fusao,
preferivelmente sob temperaturas na faixa de 90 até 200°C, particularmente
100 até 170°C.

A aplicagdo do adesivo pode ser feita de maneira desejada, por
exemplo, com tubeiras, pulverizadores, raspadeiras, cilindros e similares. A
aplicagao do adesivo é feita de preferéncia com tubeiras, por exemplo, tubei-
ra de fenda. Desta forma podem ser empregados tanto processos de conta-
to, nos quais a extremidade da tubeira esta em contato com o material a re-
ceber o adesivo, ou também os chamados processos sem contato, em que a
extremidade da tubeira, em geral, fica a aproximadamente 1 até 5 mm dis-
tante do material a receber o adesivo.

Como agentes de ligagdo ou de chapeamento é normalmente
empregado um adesivo isento de solventes, particularmente um adesivo de
fusdo. Aqui, trata-se particularmente de adesivos isentos de agua e solven-
tes, sdlidos a temperatura ambiente, que sdo aplicados sobre os materiais
da fusao a serem unidos por cola e, apés a jungao, durante o resfriamento,
sao fixados sob solidificagao fisica e/ou quimica.

Como adesivos de fusao apropriados de acordo com a invencéo,
podem ser utilizados, dependendo das exigéncias, particularmente adesivos
de fusao tipo termoplastico ou reativo.

Os adesivos de fusdo empregados sao escolhidos particular-
mente na dependéncia dos materiais a serem colados e das exigéncias per-
tinentes, por exemplo, estabilidade a constincia térmica ou resisténcia ao
calor requisitados. |

Como adesivos de fusdo termoplasticos podem ser utilizados
particularmente aqueles com base em etileno/ acetato de vinila (EVA), polio-
lefinas (por exemplo, poli-a-olefinas amorfas ou poliolefinas metaloceno-
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cataliticamente preparadas), poliacrilatos, copoliamidas, copoliésteres e/ou
poliuretano termoplastico ou co- e/ou terpolimeros correspondentes.

Como adesivos de fusao reativos, por exemplo, reticuladores
sob umidade, sao apropriados particularmente aqueles com base em poli-o-
olefinas amorfas tamponadas em silano, poliolefinas tamponadas em silano
metaloceno-cataliticamente preparadas (compare EP 1 508 579 A1) ou poli-
uretanos terminados em isocianato. Nos adesivos de fusao reativos, a poste-
rior reticulagdo com umidade leva a colagens estaveis a constancia térmica
ou resisténcia ao calor. Adesivos de fusao reativos combinam, pois, as van-
tagens da rapida solidez inicial pelo processo de solidificagéo fisica provoca-
do pelo resfriamento com uma reticulagdo quimica subsequente. No proces-
samento dos adesivos de fusdo reativos sob umidade, a fusdo precisa ser
protegida contra umidade antes de sua aplicagéao.

Por exemplo, para o chapeamento de chapas metalicas ou fo-
Ihas metalicas com peliculas OPP (= peliculas de polipropileno orientadas)
podem ser empregados, em forma estampada no verso ou forma nao es-
tampada em combinagdo com elevada consténcia térmica da liga, adesivos
de fusdo com base em poliolefinas tamponadas em silano.

Polimeros apropriados no ambito da presente invengao para a-
desivos de fusdo reticulantes a umido sao, por.exemplo, as poli-a-olefinas
modificadas com silano encontradas no comércio sob a denominagéo "Ves-
toplast® 206" da firma Degussa Ag., Marl, Alemanha. Particularmente prefe-
ridos de acordo com a inveng¢ao sdo poli-a-olefinas modificadas com silano
com pesos moleculares numéricos médios M, de 5.000 até 25.000 g/mol, de
preferéncia 10.000 até 20.000 g/mol.

Outros adesivos de fusao reativos apropriados de acordo com a
invengao abrangem, por exemplo, adesivos de fusao reativos que reticulam
por irradiagdo (por exemplo, adesivos de fusdo reativos que reticulam sob
irradiacdo UV). Adesivos de fusdo que reticulam por irradiagcdo apropriados
sao, por exemplo, adesivos de fusdo que reticulam com UV, particularmente
com base em polimeros e co-polimeros de (met-)acrilato ou poliésteres e/ou

poliuretanos acrilados, de preferéncia adesivos de fusao reticulaveis com UV
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com base em copolimeros de acrilato, como por exemplo, comercializados
pela BASF AG, Ludwigshafen, sob a denominagéo "acResin®", por exemplo,
"acResin® A 203 UV". No caso de adesivos de fusao reticulaveis sob UV, é
adicionado a mistura de adesivos empregada, em geral, um fotoiniciador;
este pode ser adicionado a mistura de adesivos ou como fotoiniciador sepa-
rado ou como pode estar contido como componente do préprio adesivo de
fuséo reticulavel sob UV, particularmente no polimero reativo com UV (por
exemplo, copolimero de acrilato reativo com UV com grupos fotoreativos)
(por exemplo, na forma de grupos fotoreativos quimicamente incorporados,
que estao ligados ao polimero reativo sob UV, como é o caso, por exemplo,
do produto "acResin® A 203 UV" da firma BASF AG, Ludwigshafe, acima
citado). As propriedades do composto de adesdo (por exemplo resisténcia
ao cisalhamento, etc.) podem ser seguramente conduzidas pela duragio,
intensidade, energia, comprimento de ondas, etc., das irradiagdes ou reticu-
lagbes. Como adiante descrito em detalhes, para a regulagdo do tempo em
aberto e/ou propriedades de adesdo dos adesivos de fusao reativos reticula-
veis por irradiagdo, particularmente reticulaveis sob UV, podem ser ainda
adicionados aditivos com base em polimeros nao-reativos, resinas e/ou ce-
ras, como por exemplo, eventualmente ésteres de resina de colofénio hidro-
genados e resinas de hidrocarbonetos alifaticos. Uma receita de exemplo
particularmente apropriada de acordo com a invencao para um sistema de
adesivo de fuséo reativo sob UV abrange, por exemplo, 90% em peso de
copolimero de éster do acido acrilico reativo sob UV (por exemplo, acResin®
A 203 UV da BASF AG) e 10% em peso de resinas de hidrocarbonetos alifa-
ticos (por exemplo, Escorez® 1310, Exxon Mabil).

A aplicacéo do adesivo sobre o material de suporte e/ou substra-
to, de preferéncia unicamente sobre o material de suporte, particularmente
sobre a pelicula de material sintético, pode ser feita em amplos limites de
temperatura. Como descrito acima, séo escolhidas em geral temperaturas de
processamento na faixa de 90°C até 200°C, de preferéncia 100°C até
170°C.

A fim de obter uma boa aplicabilidade do adesivo de fuséo, sdo
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empregados usualmente adesivos de fusdo que, sob temperaturas de pro-
cessamento, em geral 90°C até 200°C, apresentam viscosidades Brookfield
na faixa de, em geral, 50 até 1.000.000 mPa.s.

Podem ser empregados, por exemplo, de modo preferido de a-
cordo com a invencgéo, adesivos de fusdo reativos com base em poliolefinas
tamponadas com silano, particularmente poli-d—olefinas tamponadas com
silano, que apresentem a 180°C viscosidades Brookfield na faixa de 50 até
50.000 mPa.s, particularmente 1.000 até 10.000 mPa.s, de preferéncia 5.000
até 8.000 mPa.s, particularmente preferido 5.500 até 7.500 mPa.s.

Para ajustar a reatividade e o comportamento de reticulagdo po-
dem ser usualmente adicionados aos adesivos de fusdo reativos catalisado-
res usuais para esta finalidade, como por exemplo, dilaurato de dibutil-
estanho (DBTL) e isto nas quantidades usuais para esta finalidade. Exem-
plos para catalisadores apropriados de acordo com a invengao sdo aqueles
catalisadores usuais e conhecidos na quimica dos adesivos, como por e-
xemplo, compostos de estanho orgénicos, como o dilaurato de dibutil-
estanho (DBTL) ja mencionado, ou também compostos de alquil-
mercaptideo do dibutil-estanho, ou compostos orgéanicos de ferro, de chum-
bo, de cobalto, de bismuto, de antimdénio e de zinco bem como misturas dos
compostos acima mencionados ou catalisadores com base em amina, como
aminas terciarias, 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano e dietiléter de dimorfolino
bem como suas misturas. Particularmente preferido de acordo com a inven-
¢é@o € dilaurato de dibutil-estanho (DBTL), particularmente em combinagéo
com adesivos com base nas poli-a-olefinas reativas acima mencionados, de
preferéncia modificadas com silano. As quantidades de catalisador(es) em-
pregadas podem variar em amplos limites; a quantidade de catalisador em-
pregada &, particularmente 0,01 até 5% em peso em relagéo ao adesivo.

Para controlar as propriedades de uso dos adesivos, podem es-
tar adicionados a eles outros aditivos, como por exemplo, plastificantes, 6-
leos ou ésteres orgénicos de elevado ponto de ebulicdo ou outros dos aditi-
vos préprios para plastificagao, estabilizadores, antioxidantes, receptores de

acidos, substancias de enchimento, agentes de protecdo contra envelheci-
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mento e similares.

Para controlar o tempo em aberto e/ou as propriedades de ade-
sao dos adesivos acima mencionados, particularmente também com vistas a
um manejo aperfeicoado, os adesivos de fusédo antes mencionados podem
ainda conter outros aditivos com base em polimeros nao-reativos, resinas
e/ou ceras. Deste modo as propriedades dos adesivos, em relagao ao seu
uso, podem ser ajustadas, por assim dizer, "feitas sob medida”.

A quantidade de polimeros nao-reativos, resinas e/ou ceras po-
de variar em amplos limites. De modo geral, situa-se na faixa de 1% em pe-
so até 70% em peso, particularmente 5% em peso até 65% em peso, de pre-
feréncia 10% em peso até 60% em peso, em relagdo ao adesivo. Contudo,
poderéa ser necessario desviar das quantidades acima mencionadas por ne-
cessidade do uso ou dependendo do caso isolado.

No que concerne a polimeros nao-reativos, estes podem ser es-
colhidos por exemplo, do grupo de (i) copolimeros ou terpolimeros de etile-
no/acetato de vinila, particularmente aqueles com teores de acetato de vinila
entre 12 e 40% em peso, particularmente 18 até 28% em peso e/ou com in-
dices de fusédo (MFls, DIN 53735) de 8 até 800, particularmente 150 até 500;
(i) poliolefinas, como poli-a-olefinas amorfas ndo modificadas, particular-
mente com pesos moleculares numéricos médios M, de 5.000 até 25.000
g/mol, de preferéncia 10.000 até 20.000 g/mol, e/ou com faixas de amoleci-
mento de aproximadamente 80 a 170°C, de preferéncia entre 80 e 130°C, ou
poliolefinas ndo modificadas metaloceno-cataliticamente preparadas (com-
pare DE 103 23 617 A1); e (iii) (met)-acrilatos como estireno(met)acrilatos
bem como misturas destes compostos.

No que concerne a resinas nao-reativas, estas podem ser esco-
Ihidas particularmente do grupo de resinas de hidrocarbonetos, particular-
mente resinas de hidrocarbonatos alifaticos, ciclicos ou cicloalifaticos, resi-
nas de colofénio eventualmente modificadas (por exemplo, ésteres de resina
de colofdnio), resinas de terpenfenol, resinas de cumaron-indeno, resinas de
o-metilestireno, ésteres de resinas Tall polimerizadas e/ou resinas de ceto-

na-aldeido.
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No que concerne a ceras n&o-reativas, podem ser empregadas,
por exemplo, ceras de poliolefina, como ceras de polietileno e polipropileno,
ou ceras modificadas com base nestas.

Como esclarecido acima, o processo de acordo com a invencéo
€ apropriado particularmente para chapeamento de peliculas sintéticas sobre
substratos metélicos com um adesivo de fusdo como composicdo para cha-
peamento.

Apos aplicagdo do material de suporte pelo menos substancial-
mente plano, particularmente da pelicula de material sintético sobre o subs-
trato, de preferéncia, substrato metalico, associa-se em geral uma confecgéo
(dimensionamento ou alteragdo de tamanho) e/ou moldagem do material
compésito assim obtido.

No que concerne a confecgdo, no &mbito desta etapa do proces-
so, ocorre o dimensionamento ou modificagcdo de tamanho do material com-
posito previamente obtido de material de suporte e substrato, por exemplo,
por recorte e similar. ‘

No ambito da moldagem, segue-se a modelagem do material
composito previamente obtido de material de suporte e substrato para a for-
ma de uso desejada. A moldagem pode ser feita segundo processos de
moldagem usuais no processamento de metais, por exemplo, por processo
de estiramento, como repuxamento profundo, formas de estiramento e for-
mas de formagéo por distensao, remodelagéo, flexdo, estampagem, perfura-
¢ao, laminagem e similares.

Uma peculiaridade béasica do processo de acordo com a inven-
¢ao consiste em que o dimensionamento (confecc;éo) e a moldagem ocorrem
somente apos obtencdo dos materiais compdsitos de material de suporte e
substrato, particularmente substratos metélicos revestidos com peliculas de
material sintético. Isto leva a um enorme aumento de qualidade e de rendi-
mento bem como a flexibilidade no uso, ja que inicialmente é obtido um ma-
terial composito de uso universal, que s6 é adicionado em uma etapa final de
processamento do dimensionamento ou confec¢do e/ou moldagem de seu

uso final.
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Com o processo de acordo com a invengdo é possivel fabricar,
por exemplo, objetos metélicos revestidos com peliculas de material sintético
decorativo, por exemplo, embalagens metdlicas, latas metalicas, tampas
roscadas para vidros e garrafas, rolhas de coroa, latas industriais, latas para
mantimentos e aerossois, ornamentos para construgao e similares.

O processo de acordo com a invengao é altamente econdmico
no sentido de investimento, energia e aplicacdo, ndo requer grande espago
bem como é de alta qualidade e rendimento e igualmente flexivel no uso.

Em virtude da eliminagcdo da necessidade de laqueamento e si-
milares, o processo da presente invengdo trabalha praticamente sem emis-
sOes, sendo portanto favoravel ao meio ambiente. Permite, pois, aos fabri-
cantes de objetos de substratos metalicos revestidos novas possibilidade de
desenhos inovadores para revestimentos, por exemplo, com peliculas sinté-
ticas, téxteis, papéis, couros € etc..

Em comparagdo com dispendiosos processos de laqueamento
ou outros processos de chapeamento do estado da técnica, o processo da
presente invengao possibilita a realizagédo de produgdo com uma Unica etapa
de trabalho em vez de varias etapas separadas.

Com o processo da presente invengao ¢ possivel, por exemplo,
fabricar também embalagens e recipientes metalicos apropriados para ali-
mentos com emprego de adesivos e peliculas correspondentes.

O processo da presente invengdo - em virtude do uso simples de
materiais de revestimentos multiplos, como por exemplo, peliculas de mate-
rial sintético, téxteis, papéis, couros, etc. - apresenta inimeras possibilidades
de inovagéao para os produtos finais correspondentes.

Além disso, pelo processo de acordo com a invengéo, os custos
para a fabricagdo de substratos metalicos sdo consideravelmente reduzidos,
ja que é dispensada uma dispendiosa prote¢do contra corrosdo por meio de
zincagem, estanhagem, cromagem e similar, uma vez que os substratos me-
talicos revestidos pelo adesivo e pelicula de material sintético estdo suficien-
temente protegidos da corrosio.

O processo da presente invengdo estda, pois, ligado a inUmeras
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vantagens.

Outro objeto da presente invengdo - de acordo com um segundo
aspecto da presente invengao - sao os produtos obteniveis de acordo com o
processo da presente invengao, isto €, materiais compésitos que apresen-
tam um material de suporte pelo menos essencialmente plano, particular-
mente uma pelicula de material sintético, sendo que o material de suporte
pelo menos essencialmente plano, por meio de um adesivo ou composi¢ao
de revestimento apropriado, particularmente um adesivo, é chapeado sobre
um substrato, particularmente um substrato metalico de tal modo que o ma-
terial de suporte fique ligado de modo duradouro e em toda a superficie com
o substrato, particularmente a pelicula de material sintético sobre o substrato
metalico.

Os produtos ou materiais compdsitos de acordo com a invengao
podem ser submetidos a seguir a um dimensionamento e/ou moldagem co-
mo acima descrito. Objeto da presente invengao sao, pois, também produtos
ou materiais compdsitos também moldados (isto é, moldados de forma tridi-
mensional), particularmente dimensionados (isto é, por exemplo, cortados,
estampados, etc) e tridimensionados, do tipo acima mencionado.

Para maiores detalhes em relagdo aos produtos ou materiais
compositos de acordo com a invengao, pode ser feita referéncia ao processo
da presente invengado, que é correspondentemente valido em relagdo aos
produtos ou materiais compdsitos de acordo com a invengéo. '

Outro objeto da presente invengao - de acordo com um terceiro
aspecto da presente invengao - é o emprego dos produtos e materiais com-
positos de acordo com a invengdo particularmente para a fabricagdo de obje-
tos ou corpos moldados de qualquer tipo (isto €, objetos ou corpos moldados
de forma tridimensional com caimpos nao nivelados, particularmente protube-
rancias, reentrancias, convexidades, sinuosidades, pontos de dobra ou simi-
lares), como particularmente embalagens, recipientes, fechos de todos tipos
(por exemplo, tampas roscadas para vidros, garrafas e similares, tampas,
etc.), rolhas de coroa, latas (por exemplo, latas industriais, latas para manti-

mentos e aerossol e similares), ornamentos para construgao, etc., que po-
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dem ser obtidos dos produtos ou materiais compésitos de acordo com a in-
vengao apos dimensionamento e/ou moldagem correspondentes.

Qutro objeto - de acordo com outro aspecto da presente inven-
¢ao - sdo finalimente os materiais ou produtos finais acima descritos como
tais, isto €, os objetos moldados (corpos moldados) de qualquer tipo, obteni-
veis a partir dos produtos ou materiais compdésitos por meio de dimensiona-
mento e moldagem como por exemplo, embalagens, recipientes, fechos e
tampas de todo tipo (por exemplo, tampas roscadas para vidros, garrafas e
similares), rolhas de coroa, latas (por exemplo, latas industriais, latas para
mantimentos e aerossol e similares), ornamentos para construgéo, etc.

Outros acabamentos, modificagdes, variagdes e vantagens da
presente invengéo sao reconheciveis e realizaveis, sem mais, pelo técnico
pela leitura da descri¢do, sem abandonar o escopo da presente invengao.

A presente invengdo € ilustrada pelo exemplo de execugédo a
seguir o qual, no entanto, de modo algum limita a presente invengao.

Exemplo de execucio:

‘Uma pelicula de material sintético decorativa continua, estam-
pada em uma face, com base em uma pelicula de polipropileno orientada é
revestida no lado provido de estampa, pdr meio de uma tubeira de fenda, em
toda superficie e com espessura de camada uniforme, com uma quantidade
de cerca de 5 g/m? com um adesivo de fusdo. Para a finalidade de aplica-
¢ao, o adesivo de fusdo é levado a uma temperatura de cerca de 150°C e,
nesta temperatura, aplicado sobre a pelicula de material sintético. Como a-
desivo de fusdao é empregada uma mistura de 49,9% em peso de Vesto-
plast® 206 (Degussa AG, adesivo de fusdo com base em poli-o-olefinas fun-
cionalizadas com silano ndo modificadas), 40,0% em peso de Vestoplast®
703 (Degussa AG, poli-o-polimeros amorfos ndo modificados), 10,0 % em
peso de Escorez® 5320 (Exxon Mobil, resina de hidrocarboneto) e 0,1 % em
peso de catalisador (dilaurato de dibutil-estanho).

A pelicula de material sintético continua, desta forma revestida
com adesivo, € a seguir juntada com uma chapa metdlica continua. A jun¢ao

ocorre sob pressao ou compressao com uma calandra aquecivel de modo
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que, com o adesivo de fuséo, a pelicula de material sintético reveste a chapa:
metalica obtendo-se uma ligagdo intima da pelicula de material sintético em
uma das faces e o substrato metdlico na outra face. O substrato metalico
revestido com a pelicula de material sintético é a seguir resfriado e cortado
ou dimensionado para a finalidade correspondente. Por repuxamento pro-
fundo s&o obtidos finaimente fechos ou tampas para embalagens metalicas
que sdo revestidas com pelicula decorativa de material sintético.

Em comparagdo com processos de laqueamento tradicionais, o
processo de acordo com a invengdo é consideravelmente simplificado. Além
disso, sao evitadas as emissoes de solventes. De mais a mais, a estampa-

gem da pelicula é protegida de modo eficiente pela disposicao interna.
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REIVINDICAGCOES

1. Processo para unir de modo duradouro um material de supor-
te pelo menos substancialmente plano com um substrato, particularmente
para chapear uma pelicula de material sintético sobre um substrato metalico,
sendo que o material de suporte pelo menos substancialmente plano e/ou o
substrato € ou s&o primeiro revestido(s) com um composto de ligagéo, de
preferéncia um adesivo, e a seguir o material de suporte e o substrato séo
juntados de forma que o material de suporte seja fixado ao substrato de mo-
do duradouro, particularmente a pelicula de material sintético seja chapeada
sobre o substrato metalico.

2. Processo de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado pelo
fato de que o material de suporte pelo menos substancialmente plano seja
continuo e/ou que 0 material de suporte pelo menos substanciaimente plano
seja escolhido de peliculas de material sintético, téxteis, papéis, couro e si-
milares, de preferéncia peliculas de material sintético como peliculas de ma-
terial sintético impresso ou nao impresso.

3. Processo de acordo com a reivindicagao 1 ou 2, caracterizado
pelb fato de que o substrato € um substrato metélico, particularmente um
substrato metalico em forma de placa, de preferéncia uma folha metalica ou
uma chapa metalica.

4. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagbes an-
teriores, caracterizado pelo fato de que o material de suporte pelo menos
substancialmente plano, particularmente a pelicula de material sintético, seja
revestida com o agente de ligacao, de preferéncia adesivo e a seguir o mate-
rial de suporte revestido com o agente de ligagao, particularmente adesivo,
seja juntado com o substrato de modo que o material de suporte fique unido
ao substrato de modo duradouro e/ou em toda sua superficie.

5. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagdes an-
teriores, caracterizado pelo‘fato de que a jungdo de material de suporte e
substrato é feita sob pressao e/ou compressao, particularmente por meio de
rolos, cilindros, calandras e similares, e/ou a jungcao de material de suporte e
substrato é feita sob aquecimento, particularmente acima do nivel de fusao
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ou de amolecimento do agente de ligagdo, particularmente adesivo.

6. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicages an-
teriores caracterizado pelo fato de que o revestimento do substrato com o
material de suporte é efetuado em um ou dois lados do substrato.

7. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagdes an-
teriores, caracterizado pelo fato de que o processo é efetuado de modo con-
tinuo e/ou automatizado, particularmente sendo que o material de suporte e
o substrato a ser revestido e/ou ligado com o material de suporte, ap6s apli-
cacao do adesivo, sdo juntados de modo continuo, de preferéncia por meio
de dispositivo de transporte continuo mével.

8. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagdes an-
teriores, caracterizado pelo fato de que a aplicagdo do material de suporte
e/ou do substrato, de preferéncia do material de suporte, com o agente de
ligagdo, de preferéncia adesivo, é feita em toda a superficie e/ou homogene-
amente, particularmente com espessura de camada uniforme.

9. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagdes an-
teriores caracterizado pelo fato de que o agente de ligagéo, de preferéncia
adesivo, € aplicado em uma quantidade de 0,1 até 50 g/m2, de preferéncia
0,5 até 20 g/m?, e/ou com uma espessura de camada de 0,001 até 1 mm, de
preferéncia 0,001 até 0,5 mm, particularmente preferido 0,005 até 0,05 mm
e/ou que o agente de ligagdo, de preferéncia adesivo, é aplicado sob aque-
cimento, particularmente sob fusdo do agente de ligagdo, de preferéncia a-
desivo, preferivelmente sob temperaturas na faixa de 90 até 200°C, particu-
larmente 100 até 170°C.

10. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicacdes
anteriores, caracterizado pelo fato de que a aplicagdo do agente de ligagéo,
de preferéncia adesivo, é feita com tubeiras, pulverizadores, raspadeiras,
cilindros e similares, particularmente com tubeiras, de preferéncia tubeira de
fenda.

11. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicacoes
anteriores caracterizado pelo fato de que como agente de ligagdo é empre-

gado um adesivo isento de solvente, particularmente um adesivo de fusao.
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12. Processo de acordo com a reivindicagao 11, caracterizado
pelo fato de que como adesivo de fusdo sdo empregados adesivos de fusdo
termoplasticos ou reativos.

13. Processo de acordo com a reivindicagao 11 ou 12, caracteri-
zado pelo fato de que como adesivo de fusdo sdo empregados adesivos de
fusdo termoplasticos, particularmente adesivos de fusdo com base em etile-
no/ acetato de vinila (EVA); poliolefinas como poli-o-olefinas amorfas ou po-
liolefinas metaloceno-cataliticamente preparadas; poliacrilatos; copoliamidas;
copoliésteres; e/ou poliuretanos termoplasticos ou seus co- e/ou terpolime-
ros correspondentes.

14. Processo de acordo com a reivindicagao 11 ou 12, caracteri-
zado pelo fato de que como adesivo de fusdo sdo empregados adesivos de
fusdo reativos, particularmente adesivos de fuséo reticuladores sob umida-
de, de preferéncia adesivos de fusdo com base em poli-o-olefinas amorfas
tamponadas em silano e/ou poliuretanos terminados em isocianato.

15. Processo de acordo com a reivindicacdo 11 ou 12, caracteri-
zado pelo fato de que como adesivo de fusdo sdo empregados adesivos de
fusdo reativos com base em adesivos reativos reticulaveis sob irradiacao,
particularmente adesivos de fusdo reticulaveis sob irradiacao UV.

16. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagbes 11
a 15, caracterizado pelo fato de que sdo empregados adesivos de fusdo que
sob temperaturas de processamento, em geral 90°C até 200°C, apresentam
viscosidades Brookfield na faixa de, em geral, 50 até 1.000.000 mPa.s.

17. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagdes 11
a 16, caracterizado pelo fato de que como adesivo sdo empregados adesi-
vos de fusdo com base em poliolefinas tamponadas com silano, particular-
mente poli-o-olefinas tamponadas com silano, particularmente com viscosi-
dades Brookfield, a 180°C, na faixa de 50 até 50.000 mPa.s, particularmente
1.000 até 10.000 mPa.s, de preferéncia 5.000 até 8.000 mPa.s, muito parti-
cularmente preferido 5.500 até 7.500 mPa.s.

18. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagdes 11

a 17, caracterizado pelo fato de que os adesivos, particularmente adesivos
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de fusao, contém pelo menos um catalisador, particularmente sendo que o
catalisador é escolhido do grupo dos catalisadores usuais e conhecidos da
quimica de adesivos, em particular compostos organicos de estanho como
dilaurato de dibutil-estanho (DBTL) e compostos de alquil-mercaptideo do
dibutil-estanho, ou também compostos organicos de ferro, de chumbo, de
cobalto, de bismuto, de antiménio e de zinco bem como misturas dos com-
postos acima mencionados ou catalisadores com base em amina, como a-
minas terciarias, 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano e dietiléter de dimorfolino bem
como suas misturas, particularmente preferido dilaurato de dibutil-estanho
(DBTL), e/ou particularmente sendo que o teor de catalisador é de 0,01 até
5% em peso em relagao ao adesivo.

19. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagdes 11
a 18, caracterizado pelo fato de que o adesivo, particularmente adesivo de
fusdo, além disso contém pelo menos um aditivo, particularmente sendo que
os aditivos sdo aditivos em si conhecidos como particularmente plastifican-
tes, 6leos orgénicos de elevado ponto de ebulicdo, ésteres ou outros dos
aditivos proprios para plastificagdo, estabilizadores, antioxidantes, recepto-
res de acidos, substancias de enchimento e/ou agentes de protecdo contra
envelhecimento.

20. Processo de acordo com uma ou mais das reivindica¢des 11
a 19, caracterizado pelo fato de que aos adesivos, particularmente adesivos
de fuséo, sdo adicionados polimeros nao-reativos, resinas efou ceras, parti-
cularmente em quantidades de 1% em peso até 70% em peso, particular-
mente 5% em peso até 65% em peso, de preferéncia 10% em peso até 60%
em peso, em relacao ao adesivo.

21. Processo de acordo com a reivindicagdo 20, caracterizado
pelo fato de que os poll’meros\ nao-reativos sdo escolhidos do grupo de (i)
copolimeros ou terpolimeros de etileno/acetato de vinila, particularmente
aqueles com teores de acetato de vinila entre 12 e 40% em peso, particu-
larmente 18 até 28% em peso e/ou com indices de fusdo (MFls, DIN 53735)
de 8 até 800, particularmente 150 até 500; (i) poliolefinas, como poli-a-

olefinas amorfas ndo modificadas, particularmente com pesos moleculares
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numéricos médios M, de 5.000 até 25.000 g/mol, de preferéncia 10.000 até
20.000 g/mol, e/ou com faixas de amolecimento de aproximadamente entre
80 a 170°C, de preferéncia entre 80 e 130°C, ou poliolefinas ndo modifica-
das metaloceno-cataliticamente preparadas; e (iii) (met)-acrilatos como esti-
reno(met)acrilatos bem como misturas destes compostos.

22. Processo de acordo com a reivindicagdo 20 ou 21, caracteri-
zado pelo fato de que as resinas nédo-reativas sdo escolhidas do grupo de
resinas de hidrocarboneto, particularmente resinas de hidrocarboneto alifati-
cas, ciclicas ou cicloalifaticas, resinas de colofénio eventualmente modifica-
das, resinas de terpenfenol, resinas de cumaron-indeno, resinas de o-
metilestireno, ésteres de resinas Tall polimerizadas e/ou resinas de cetona-
aldeido.

23. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagoes 20
a 22, caracterizado pelo fato de que as ceras nao-reativas sdo escolhidas a
partir de ceras de poliolefinas, como ceras de polietileno e de polipropileno, e
ceras modificadas com base nestas.

24. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicagbes 1 a
23, para chapeamento de uma pelicula de material sintético sobre um subs-
trato metélico por meio de um adesivo de fusdo.

25. Processo de acordo com uma ou mais das reivindicégc”)es 1a
24, caracterizado pelo fato de que a aplicagdo do material de suporte pelo
menos substancialmente plano sobre o substrato, particularmente o chape-
amento da pelicula de material sintético sobre o substrato metélico inclui
uma confecgdo e/ou moldagem do material compésito deste modo produzi-
do. '

26. Processo de acordo com a reivindicagdo 25, caracterizado
pelo fato de que a confecgéao abrange uma modificacdo de tamanho (dimen-
sionamento) do material compdsito produzido, particularmente um corte e
similar.

27. Processo de acordo com a reivindicacio 25 ou 26, caracteri-
zado pelo fato de que a moldagem é feita segundo processos de moldagem

usuais no processamento de metais, particularmente processo de estiramen-
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to, como repuxamento profundo, formas de estiramento ou formas de forma-
¢ao por distenséo, remodelagao, flexdo, estampagem, perfuracdo, lamina-
gem e similares.

28. Processo para chapeamento de uma pelicula de material
sintético sobre um substrato de preferéncia em forma de placa, particular-
mente de acordo com uma ou mais das reivindicagdes anteriores, sendo que
primeiro a pelicula de material sintético e/ou o substrato metalico, de prefe-
réncia somente a pelicula de material sintético, é ou so revestido(s) com
um agente de ligagdo em forma de um adesivo e sendo que a seguir a peli-
cula de material sintético e o substrato metalico sdo juntados de tal modo
que a pelicula de material sintético seja unida de modo duradouro com o
substrato metalico e que desta forma seja chapeada sobre o substrato meta-
lico, seguido de uma etapa de moldagem na qual o material compdsito pre-
parado deste modo a partir de pelicula de material sintético e substrato me-
talico seja transformado por uma moldagem para um objeto moldado tridi-
mensional.

29. Material compdsito, particularmente apresentando um mate-
rial de suporte pelo menos substancialmente plano, que é revestido sobre
um substrato, e que é obtenivel por um processo como definido em uma das
reivindicagdes 1 a 28.

30. Material compésito apresentando um material de suporte
pelo menos substancialmente plano, particularmente uma pelicula de mate-
rial sintético, sendo que o material de suporte é chapeado por meio de agen-
tes de chapeamento, particularmente adesivo, sobre um substrato, particu-
larmente substrato metalico, de tal modo que o material de suporte seja uni-
do ao substrato de modo duradouro e em toda sua superficie.

31. Material compésito de acordo com a reivindicagao 29 ou 30,
caracterizado pelo fato de que o material compdsito abrange uma pelicula de
material sintético revestida por meio de um adesivo de fusdo sobre um subs-
trato metalico, particularmente substrato metalico em forma de placa.

32. Material compdsito de acordo com uma ou mais das reivindi-

cagOes anteriores 29 até 31, caracterizado pelo fato de que o material com-
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posito € submetido também a um dimensionamento, particularmente um cor-
te, e/ou uma moldagem, particularmente por meio de repuxamento profundo.

33. Uso de um material compdsito como definido em uma das
reivindicagdes 29 a 32, para preparagdo de objetos moldados de todo tipo,
particularmente embalagens, recipientes, latas, fechos, tampas, rolhas de
coroa, latas, ornamentos para construgao e similares.

34. Objetos moldados, particularmente embalagens, recipientes,
latas, fechos, tampas, rolhas de coroa, latas, ornamentos para construgéo e
similares, obteniveis pelo dimensionamento e moldagem de um material
composito como definido em uma das reivindicagbes 29 a 33.

35. Objetos moldados de forma tridimensional com campos néo
nivelados, particularmente protuberancias, reentrancias, convexidades, sinu-
osidades, pontos de dobra ou similares, como particularmente embalagens,
recipientes, latas, fechos, tampas, rolhas de coroa, latas, ornamentos para
construgao e similares, que podem ser obtidos por moldagem tridimensional
de um material compdsito com base em uma pelicula de material sintético
revestida previamente com um adesivo sobre um substrato metdlico de pre-

feréncia em forma de placa.



10

Profd IS 7S S

RESUMO
Patente de Inven¢do: "PROCESSO PARA CHAPEAR MATERIAL DE SU-
PORTE PLANO SOBRE SUBSTRATOS".

A presente invengao refere-se a um processo para unir de modo
duradouro um material de suporte pelo menos substancialmente plano com
um substrato, particularmente para chapear uma pelicula de material sintéti-
Cco sobre um substrato metélico, sendo que o material de suporte pelo menos
substancialmente plano e/ou o substrato é ou sdo primeiro revestido(s) com
um composto de ligagdo, de preferéncia um adesivo, e a seguir o material de
suporte e o substrato sdo juntados de forma que o material de suporte seja
fixado ao substrato de modo duradouro, particularmente a pelicula de mate-
rial sintético seja chapeada sobre o substrato metalico, sendo que a‘ seguir é
possivel ocorrer eventualmente um dimensionamento e/ou moldagem do

material compdsito assim produzido.
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